TASNE il

Alcak Yogunluklu Polietilen (AYPE / LDPE)

TASNEE LD 1925F
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Kopuk ekstruzyon proseslerinde, kusursuz
ve homojen hucre dagilimi saglamak icin
tasarlanmis 6zel katkili polietilen recgine.
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ideal erime ve akiskanlik dengesiyle standart
ekstruzyon hatlarina tam uyum.

Akiskanhik (MFI/MFR) Yogunluk Erime & Yumusama
1.90 0.925 '
g/10dk g/cms?

9400 (Vicat Yumusama)

190°C / 2.16 kg | 1ISO 1133 SO 1183 ISO 3146 / IS0 306



Kopuk urunler icin ozel olarak optimize edilmis
ustun mekanik esneklik ve kopma dayanimi.
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Kopma Uzamasi

290% (MD) /
600% (TD)

Cekme Modulu

260 MPa

Cekme Dayanimi

26 MPa (MD)/
18 MPa (TD;

IS0 527

(Yuksek esneme kapasitesi) |ISO 527 ISO 527

*Degerler 180°C erime sicakliginda uretilmis ve 2:1 sisirme oranina sahip 50 ym kalinhgindaki film Uzerinden olciimustdr.
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Darbe Dayvanimi

110 g

ASTM D 1/09 (Dart Drop)
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Capraz bagl (crosslinked) ve bagsiz kopuk
uygulamalarinin temel recinesi.

Ambalaj Kopukleri

Darbe emici, guvenli
ve esnek koruma
cozumlert,

Otomotiv Uygulamalari

Arac ici titresim
sonumleyici ve yalitim
parcalari.

Isi ve Ses Yalitimi

insaat ve endustriyel
sistemler icin izolasyon
panelleri.

Bant Uygulamalari

Endustriyel ve ticari
kendinden yapiskanl
bant althklari.
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Uniform hiicre yapisi ve tutarl képiik kalitesi
hedeflediginizde idealdir.

v
v

Homojen Hiicre Dagilimi Gerektiginde: icerdigi dzel katki paketi sayesinde
ekstruzyon sirasinda hucre boyutunu ve mimarisini kusursuz sekilde kontrol altinda
tutmak istiyorsaniz.

Standart Ekstruzyon Prosesi Kullaniyorsaniz: Tim geleneksel LDPE kopuk
ekstruzyon ekipmanlarinda degisiklik yapmadan, yuksek islenebilirlik ariyorsaniz.

Yuksek Esneklik Arandiginda: %600’e varan enine (TD) kopma uzamasi ve ustun
darbe emilimi gerektiren ambalaj/yalitim UrUnleri Uretecekseniz.
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Uriin esnek kopiik ekstriizyonu igin optimize edilmistir;
limitleri dogru bilinmelidir.

Yuksek Sicaklik Direnci Gerektiginde: Vicat yumusama noktasi 94°C, erime noktasi
111°C'dir. Yuksek I1siya dogrudan maruz kalacak son urunler i¢cin uygun degildir.

Yiiksek Rijitlik ve Sertlik istendiginde: Cekme modiilii 260 MPa’dir. Sert,
esnemeyen, yapisal veya agir yuk tasiyan plastik parcalar icin tasarlanmamistir.

Uzun Siireli Stoklama Yapilacaksa: Uriiniin maksimum performansi icin teslimattan

itibaren en ge¢ 6 ay icinde islenmesi gerekmektedir. Uzun bekleme sureleri kaliteyi
dusurebilir.
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Optimum kalite icin dogru sicaklikta isleyin ve cevresel
faktorlerden koruyun.

Proses Sartlari (Iisleme)

- Erime Sicakhgi: 160°C - 200°C arasi onerilir.

- Is Giivenligi ve Havalandirma: Eriyik polimer buharlasma yapabilir; géz/deri
temasindan kacinilmali ve calisma alani cok iyi havalandinimalidir.

Depolama ve Raf Omrii

Direkt giines 1si§indan ve }—{)}~ Teslimattan sonraki 6 ay O Ortamdaki bliyiik sicaklik
40°C Uzeri sicakliklardan — icinde tiiketin. Ilk giren dalgalanmalari ambalaj ici

] koruyun. UV radyasyonu 6 ilk cikar (FIFO) kuralini yogusmaya sebep olabilir.
ve asiri 1Sl bozulmaya ay uygulayin. @ Gerekirse kullanmadan
yol acar. once kurutun.
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TASNE =il

TASNEE LD 1925F, sahip oldugu ozel
katki paketi ve optimize edilmis molekul
yapisiyla; 1si ve ses yalitimi ile ambalaj
kopugu uretiminde kusursuz, kontrol
edileblilir bir hucre mimarisi sunar.

Surekli Kalite (  Kolay islenebilirlik ) ( Miilkemmel Képiik Yapisi

*Gidayla temas eden ozel son Kullanim uygulamalari ve yerel mevzuat uygunlugu (Food Contact) icin

|itfen bolgenizdeki TASNEE temsilcisiyle iletisime geciniz.*
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